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DIN EN 62137-4:2015-07

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2014-11-13 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2015-07-01.

Diese Norm enthalt die Berichtigung EN 62137-4:2014/AC:2015.

Fir DIN EN 62137:2005-04 besteht eine Ubergangsfrist bis 2017-11-13.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62137-4:2013-01.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K682 ,Montageverfahren flur elektronische
Baugruppen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
(www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 91 ,Electronics assembly technology* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
—  bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tGbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 62137:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Alle Abschnitte wurden unter Berlcksichtigung des gesamten Inhalts der vorherigen Ausgabe
entsprechend den aktuellen Anforderungen an Form und Gestaltung tberarbeitet;

b) Aufnahme von Prifbedingungen fiir bleifreie Lote;

c) Aufnahme von Beschleunigungsfaktoren fur die Temperaturwechselpriifung von Lotverbindungen.
Frilhere Ausgaben

DIN EN 62137: 2005-04
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EUROPAISCHE NORM EN 62137-4

Dezember 2014
EUROPEAN STANDARD
+ AC

NORME EUROPEENNE Februar 2015

ICS 31.190 Ersatz fir EN 62137:2004

Deutsche Fassung

Montageverfahren fur elektronische Baugruppen —
Teil 4: Oberflachenmontierbare Bauteilgehause mit Flachenmatrix —

(Lebens-)Dauerprufungen fur Létverbindungen
(IEC 62137-4:2014)

Electronics assembly technology — Technique d’assemblage des composants

Part 4: Endurance test methods for solder joint of électroniques —

area array type package surface mount devices Partie 4: Méthodes d’essais d’endurance des
(IEC 62137-4:2014) joints brasés des composants pour montage en

surface a boitiers de type matriciel
(CEI 62137-4:2014)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2014-11-13 angenommen.
Die Berichtigung AC:2015-02 wurde veroffentlicht.

CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 62137-4:2014 + AC:2015D
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Vorwort

Der Text des Dokuments 91/1188/FDIS, zukilnftige 1.Ausgabe der IEC 62137-4, erarbeitet vom
IEC/TC 91 ,Electronics assembly technology®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt
und von CENELEC als EN 62137-4:2014 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop):  2015-08-13
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

werden miissen (dow):  2017-11-13

Dieses Dokument ersetzt EN 62137:2004.

Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen

Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62137-4:2014 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als

Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden

Anmerkungen einzutragen:

IEC 60068-1:1988 + A1:1992 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60068-1:1994 (nicht modifiziert).
IEC 60068-2-2 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-2.

IEC 60068-2-6 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-6.

IEC 60068-2-21:2006 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-21:2006 (nicht modifiziert).
IEC 60068-2-27 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-27.

IEC 60068-2-44:1995 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-44:1995 (nicht modifiziert).
IEC 60068-2-58:2004 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-58:2004 (nicht modifiziert).
IEC 60068-2-78:2001 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-78:2001") (nicht modifiziert).
IEC 60749-1:2002 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60749-1:2003 (nicht modifiziert).
IEC 60749-20:2008 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60749-20:2009 (nicht modifiziert).
IEC 60749-20-1:2009 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60749-20-1:2009 (nicht modifiziert).
IEC 61188-5-8 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61188-5-8.

IEC 61189-3:2007 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61189-3:2008 (nicht modifiziert).
IEC 61189-5 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61189-5.

IEC 61190-1-1 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61190-1-1.

IEC 61190-1-2 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61190-1-2.

IEC 61760-1:2006 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61760-1:2006 (nicht modifiziert).
IEC 62137-1-3 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 62137-1-3.

IEC 62137-1-4:2009 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 62137-1-4:2009 (nicht modifiziert).

" Wurde ersetzt durch EN 60068-2-78:2013 (IEC 60068-2-78:2012): DOW = 2015-12-03.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 62137 legt das Prifverfahren fest fir die Lotverbindungen von auf Leiterplatten
montierten Bauteilgehdusen mit Flachenmatrix zur Bewertung der Bestandigkeit der Létverbindungen gegen-
Uber thermomechanischer Beanspruchung.

Dieser Teil der IEC 62137 gilt fir oberflachenmontierte Halbleiterbauteile mit Gehausen mit Anschlussmatrix
(FBGA, BGA, FLGA und LGA) einschlie3lich der Gehause mit peripheren Anschlissen (SON und QFN), die
zur Verwendung in elektrischen und elektronischen Industrie- und Verbrauchergeraten vorgesehen sind.

In Anhang A ist ein Beschleunigungsfaktor fur die Verschlechterung der Létverbindungen von montierten
Gehausen aufgrund der thermischen Beanspruchung wahrend der Temperaturwechselprifung beschrieben.

Anhang H enthalt einige Erlauterungen zu verschiedenen Arten der mechanischen Beanspruchung im
montierten Zustand.

Das in dieser Norm festgelegte Prufverfahren dient nicht zur Bewertung der Halbleiterbauelemente selbst.

ANMERKUNG 1  Montagebedingungen, Leiterplatten, Létmaterialien und so weiter beeinflussen das Ergebnis der in
dieser Norm festgelegten Prifung betrachtlich. Daher ist die in dieser Norm festgelegte Priifung keine Prifung, die
anzuwenden ist, um die Montagezuverlassigkeit der Gehduse zu garantieren.

ANMERKUNG 2  Das Prifverfahren ist nicht notwendig, wenn in der praktischen Anwendung und bei der Handhabung
nach der Montage keine (mechanische oder andere) Beanspruchung der Létverbindungen zu erwarten ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60068-2-14, Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 60191-6-2, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 6-2: General rules for the
preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages — Design guide for
1,60 mm, 1,27 mm and 1,00 mm pitch ball and column terminal packages

IEC 60191-6-5, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 6-5: General rules for the
preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages — Design guide for fine-
pitch ball grid array (FBGA)

IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

IEC 61190-1-3, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-3: Requirements for electronic grade
solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

IEC 61249-2-7, Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2-7: Reinforced base
materials clad and unclad — Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning
test), copper-clad

IEC 61249-2-8, Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2-8: Reinforced base
materials clad and unclad — Modified brominated epoxide woven fibreglass reinforced laminated sheets of
defined flammability (vertical burning test), copper-clad

IEC 62137-3:2011, Electronics assembly technology — Part 3: Selection guidance of environmental and
endurance test methods for solder joints
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3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60191-6-2, IEC 60191-6-5 und
IEC 60194 sowie die folgenden Begriffe.

3141

Lebensdauer bei Temperaturwechselbeanspruchung

Zeitspanne bis zur Erreichung eines Zustandes von Leistungsverlust, wie zwischen den Handelspartnern fir
die Temperaturwechselprifung vereinbart

3.1.2
Detektor fiir Kurzzeitunterbrechungen
Instrument, das in der Lage ist, eine elektrische Unterbrechung in den Schaltkreisen festzustellen

Anmerkung 1 zum Begriff: Zur Stromdurchgangsprifung fir Létverbindungen siehe Anhang B.

3.2 Abkiirzungen

FBGA  Fine-pitch ball grid array

BGA Ball grid array

FLGA  Fine-pitch land grid array

LGA Land grid array

SON Small outline non-leaded package

QFN Quad flat-pack non-leaded package

SMD oberflachenmontierbares Bauteil (en: surface mounting device)
OSP organischer Lotbarkeitsschutz (en: organic solderability preservative)
FR-4 Flammschutzmittel 4

FEA Finite-Elemente-Analyse (en: finite element method analysis)
CGA Column grid array

4 Allgemeines

Die zu bewertenden Bereiche der Loétverbindungen sind in Bild 1 dargestellt. Das in dieser Norm
beschriebene Prifverfahren dient zur Bewertung der Bestandigkeit der Lotverbindungen eines auf ein
Substrat montierten Gehduses gegeniber thermischer Beanspruchung, jedoch nicht der Priafung der
mechanischen Festigkeit des Gehaduses selbst.

Daher kénnen die Bedingungen fiir beschleunigte Konditionierung durch eine Temperaturwechselpriifung
den hochstzulassigen Temperaturbereich fur das Gehause Ubersteigen.

Das in dieser Norm festgelegte Prifverfahren gilt hauptsachlich fur Létverbindungen zwischen Trager-
materialien von Leiterplatten und dem Gehause als Bewertungsbereich. Die Prifergebnisse hangen jedoch
von Bedingungen wie dem Montageverfahren und dem Zustand, den Materialien und der Leiterplatte usw.
ab. Siehe Anhang C bis Anhang G.
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SMD (mit Anschlussmatrix)

Bauteil Substrat

| Lot Bauteil
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~ Bewertungs- w ~ Metallisierungsschichten
bereich Lot i
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Substrat k— Verbindungsschichten
Anschlussflache des
Substrat Substrats

Bild 1 — Bewertungsbereich bei der (Lebens-)Dauerpriifung

5 Prifeinrichtung und Materialien

5.1 Prufling

Der Prufling ist das auf dem Priifsubstrat montierte Gehause (zur Vorbereitung siehe Abschnitt 6).

5.2 Aufschmelz-Létausriistung

Die Aufschmelz-L6tausristung muss in der Lage sein, das in Abschnitt 6 festgelegte Temperaturprofil fur das
Aufschmelzléten zu realisieren. Beispiele fur das Temperaturprofil sind in Bild 2 und Bild 3 dargestellt.

ANMERKUNG Ein Standardmontageverfahren fir das Gehause wird in Anhang G beschrieben.

5.3 Temperaturwechselkammer

Die Temperaturwechselkammer muss in der Lage sein, das in Bild 4 dargestellte Temperaturwechselprofil zu
realisieren. Die allgemeinen Anforderungen an die Temperaturwechselkammer sind in IEC 60068-2-14 fest-
gelegt.

5.4 Aufzeichnungsgerat fur den elektrischen Widerstand

Das Aufzeichnungsgerat fiur den elektrischen Widerstand muss in der Lage sein, eine Unterbrechung des
Stromdurchgangs im Schaltkreis festzustellen. Damit es keinen Zweifel am Messergebnis gibt, sollte ein
Messgerat fur den elektrischen Widerstand, das mit einem Aufzeichnungsgerat fir die ununterbrochene
Erfassung der elektrischen Widerstandswerte ausgerustet ist, verwendet werden.

Die Empfindlichkeit des Detektors fir Kurzzeitunterbrechungen sollte es ermdglichen, kurzzeitige Unter-
brechungen von 100 ys zu erfassen. AulRerdem sollte das Messgerat fur den elektrischen Widerstand Werte
groler 1 000 Q messen kdnnen.

5.5 Priifsubstrat

Wenn in der Produktspezifikation nicht anders angegeben, muss folgendes Prifsubstrat verwendet werden.

a) Material des Prifsubstrats

Das Prifsubstrat muss eine allgemein verwendbare einseitige Leiterplatte sein, zum Beispiel eine
kupferkaschierte, mit Glasgewebe verstarkte Epoxidharz-Laminattafel, wie in IEC 61249-2-7 oder
IEC 61249-2-8 festgelegt. Die Dicke muss (1,6 + 0,2) mm einschlieRlich Kupferfolie betragen. Die Dicke
der Kupferfolie muss (35 + 10) um betragen.

ANMERKUNG 1 Die Warmebestandigkeit des Prifsubstrats gegeniiber Aufschmelzléten ist in Anhang E
beschrieben.
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b) Abmessungen des Prufsubstrats

Die Abmessungen des Prifsubstrats hangen von der GroRRe und Form des montierten Gehauses ab. Die
Abmessungen des Prufsubstrats sind jedoch an der Zugfestigkeitsprifeinrichtung einzustellen.

c) Form und Abmessungen der Anschlussflachen

Form und Abmessungen der Anschlussflachen sollten den Festlegungen in IEC 61188-5-8 oder den
Empfehlungen des Gehauseherstellers entsprechen.

AulRerdem mussen das Priufsubstrat und das Prifgehduse so ausgeflhrt sein, dass ihre
Anschlussflachen nach der Montage flr die Stromdurchgangsmessung einen Schaltkreis bilden.

ANMERKUNG 2 Ein Konstruktionsleitfaden flr das Prifsubstrat ist in Anhang D angegeben.

ANMERKUNG 3 Eine Lotbarkeitsprifung flir die Substratanschlussflachen ist in Anhang C angegeben. Eine Zug-
festigkeitspriifung fir die Substratanschlussflachen ist in Anhang F angegeben.

d) Oberflachenbehandlung der Anschlussflachen

Wenn in der Produktspezifikation festgelegt, ist der I6tbare Bereich (Anschlussflachen des Prifsubstrats)
mit einem geeigneten Oxidationsschutz, zum Beispiel einem organischen Létbarkeitsschutz (OSP), zu
behandeln. Der Oberflachenschutz darf die Létbarkeit der Anschlussflachen, die in der Aufschmelz-
Lotausristung nach 5.2 geldtet werden, nicht beeintrachtigen.

5.6 Lotpaste

Lotpaste wird aus Flussmittel, fein verteilten Lotpartikeln und Zusatzen zur Férderung der Benetzung und zur
Kontrolle von Viskositat, Klebkraft, Rutschen, Trocknungsrate usw. hergestellt. Wenn in der Produkt-
spezifikation nicht anders angegeben, ist eine der nachfolgend aufgefihrten Lotlegierungen (wie in
IEC 61190-1-3 festgelegt) zu verwenden. Die Produktspezifikation muss die Einzelheiten zur Lotpaste
festlegen.

Die Hauptzusammensetzung der Lotlegierungen ist nachfolgend angegeben:

a) Massenanteil von 63 % Sn (Zinn) und Massenanteil von 37 % Pb (Blei);

b) Massenanteil von 3,0 % bis 4,0 % Ag (Silber), Massenanteil von 0,5 % bis 1,0 % Cu (Kupfer) und der
Rest Sn (Zinn).

Beispiel: Es wird eine ternare Legierung aus Sn-Ag-Cu, wie z. B. die Legierung Sn96,5Ag3Cu,5, verwendet.

6 Vorbereitung des Pruflings

Das Gehause muss unter Anwendung des folgenden Aufschmelzltverfahrens auf das Prifsubstrat montiert
werden. Das als Prifling verwendete Gehduse muss als Versuchsgehause so modifiziert werden, dass nach
dem Aufschmelzléten mit der Anschlussflache des Prifsubstrats ein Schaltkreis gebildet wird.

ANMERKUNG Die Létbarkeitsprufung flr Gehduseanschluss und Anschlussflache des Prifsubstrats, die die
Létverbindungsfestigkeit beeinflussen, ist in Anhang C beschrieben.

Die Pruflingsvorbereitung und die Bedingungen sind nachfolgend beschrieben.

a) Wenn in der Produktspezifikation nicht anders angegeben, ist die in 5.6 festgelegte Lotpaste unter
Verwendung einer 120 um bis 150 um dicken Schablone aus Edelstahl, deren Offnung die gleichen
Abmessungen, die gleiche Form und Anordnung aufweist wie die Anschlussflache des Prifsubstrats, auf
die in 5.5 festgelegte Anschlussflache des Priifsubstrats aufzudrucken.

b) Das Gehause ist auf der aufgedruckten Lotpaste zu platzieren.

c) Zum Léten der Gehauseanschliusse unter den in Bild 2 oder Bild 3 angegebenen Bedingungen ist die in
5.2 festgelegte Aufschmelz-Létausristung zu verwenden. Der Temperaturmesspunkt muss sich auf dem
Anschlussflachenbereich befinden.
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Bild 2 zeigt ein Beispiel fur ein typisches Aufschmelz-Lotprofil fur die Lotlegierung Sn63Pb37, wie in
IEC 61760-1:2006, Bild 13, angegeben.

Bild 3 zeigt ein Beispiel fur ein typisches Aufschmelz-Létprofil fur die Lotlegierung Sn96,5Ag3Cu,5, wie in
IEC 61760-1:2006, Bild 14, angegeben.
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Bild 2 — Typisches Aufschmelz-Lo6tprofil fir die Lotlegierung Sn63Pb37
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Bild 3 — Typisches Aufschmelz-Lo6tprofil fiir die Lotlegierung Sn96,5Ag3Cu,5
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7 Temperaturwechselpriufung

7.1 Vorbehandlung

Wenn der Prifling gereinigt werden muss, sollte das Reinigungsverfahren in der Produktspezifikation

festgelegt werden.

7.2 Anfangsmessung

Der Priifling ist einer Sichtpriifung zu unterziehen. Er darf keine Beschadigungen aufweisen, die die Giiltigkeit

der Prifung beeintrachtigen kénnen.

Der Stromdurchgang des Priflings (Schaltkreis) ist anhand des elektrischen Widerstands unter Verwendung
des in 5.4 festgelegten Detektors fir Kurzzeitunterbrechungen zu bestatigen.

7.3 Prifverfahren

Die Temperaturwechselprifung erfolgt gemal® Prufung Na (rascher Temperaturwechsel innerhalb der vorge-
schriebenen Ubergangszeit) nach IEC 60068-2-14 mit folgenden Einzelheiten.

Der Prifling ist in der Temperaturwechselkammer dort zu platzieren, wo die beste Luftstrdomung vorherrscht
und wo den Priifling eine ausreichende Luftstrémung umgibt.

Die Prufbedingungen sind Bild 4 und Tabelle 1 zu entnehmen, und die Prifung ist entsprechend den in der

Produktspezifikation angegebenen Zyklen durchzufihren.

Der elektrische Widerstand des Schaltkreises ist wahrend der Prifung unter Verwendung des in 5.4 fest-
gelegten Detektors fur Kurzzeitunterbrechungen ununterbrochen zu Uberwachen.
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